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中美全面竞争下的半导体竞争 

当前，中美已经步入全面战略竞争阶段。拜登政府的对华战略仍

在密集摸底和调整中，预计将在第三季度敲定最终方案。拜登政府大

致延续了特朗普政府的对华强硬态度，尽管拜登政府重申了中美合作

的愿望，否定了对华“全方位脱钩”政策，但其对中美基本关系的定

位仍是“激烈竞争”。美国外交政策团队高层反复强调：中美关系的

基调是竞争、合作与对抗。 

不同于特朗普着眼于美国自身发展的“美国优先”战略，拜登把

构建国际联盟作为外交战略的主要目标。拜登政府在进行密集摸底后，

开始陆续出台较以往更具针对性和精细化的对华战略，其战略意图已

基本明朗，即和中国在可以合作的领域合作，在应该竞争的领域竞争，

在必须对抗的领域对抗。对此，外界分析人士采用“冷战式集团”（Cold 

War-like bloc）或“结盟冷战”（Cold War-style alliance）来形

容拜登的对外交政策。 

在特朗普政府的“美国优先”策略影响下，“印太战略”虚多实



少，无法形成系统性的对华共识。拜登政府调整方向后，不仅把侧重

对华军事和政治的硬遏制转变为重视同盟和规则的软遏制，还在相关

领域出台了更加精准的对华策略，即通过构筑“价值观同盟”和“供

应链同盟”两个体系，一方面取消了对西方盟国的贸易制裁，通过共

同价值观强化同盟关系，重构美国领导下的西方和全球联盟；另一方

面通过构筑高新技术和供应链同盟，试图在美国拥有主导能力的高新

技术领域，着手打造“无中国”供应链，以期对中国的高新技术产业

实施更为精准的遏制和打压，试图制造中美两个分离的市场。美国提

出的供应链同盟，一个十分重要的内容就是打压中国高新技术领域最

薄弱的环节——半导体产业的发展。如果说特朗普政府与中国博弈的

主战场在贸易领域，那么拜登政府与中国博弈的主战场则在科技领域。 

 

一、美国构建供应链同盟的意图 

从拜登政府出台的对华政策来看，美国企图以“结盟冷战”对华

开展战略竞争，即在政治上，以价值观为中心构筑政治联盟；在经济

上，利用与盟国的相互依存关系，划分阵营。企图在中美间形成特定

领域的壁垒，构建相对分离的供应网络。鉴于中国是美国和其主要盟

国的最大贸易伙伴，中美在这两个领域的竞争，势必会引起美国的主

要盟国短期内降低与中国的相互依存关系，甚至在特定领域产生脱钩

现象。美国此举有多重意图。 

第一，重拾多边经济合作，争夺地区经济秩序主导权。特朗普时

期的“印太战略”偏重政治和军事层面，在经济领域毫无建树，美国



主动退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），使美国从区域经济合作

的主导者沦为“看客”。当前，东亚区域一体化趋势愈发明显，美国

落在了后面。为此，拜登政府强化与日本的合作，并试图将韩美同盟

拓展为经济同盟，美国此举不仅是为了重归多边经济合作，还是为了

全面争夺亚太地区经济秩序的主导权。而日本则乐见美国重返地区多

边经济机制，以期在中美竞争中渔利；韩国的模糊战略空间则遭受严

重挤压，正在寻求新的方案构建新的平衡。 

第二，主导全球尖端科技产业发展。拜登将特朗普政府构建的基

于军事合作的“四边机制”拓展为所谓“民主十国”的供应链和技术

标准联盟，在 G7 基础上增加澳大利亚、印度和韩国，并通过建立地

区多边数字经济协定、供应链弹性框架对话等手段排除中国参与的地

区机制，旨在联手遏制中国 5G和半导体等尖端科技产业发展，并主

导全球尖端科技的发展方向。 

第三，整合同盟体系，强化同盟关系。拜登政府在基础设施融资

标准、气候变化、人权与民主价值观等领域打造排除中国的所谓“印

太同盟”。供应链和技术标准领域的对华竞争，填补了“印太战略”

的虚多实少，成为整合同盟关系的最新推动力。美国的传统盟友，包

括欧盟、日本、韩国等亚洲国家虽然不愿公开或直接介入对华军事和

安全竞争，但乐于参与经济和技术领域的竞争。由此，在中美两方挤

压下，相关国家将会在经济和技术领域，形成基于价值观的、排他性

的贸易和技术壁垒。 



第四，牵制、离间中国与美国盟国的合作关系。中美战略竞争下，

韩国、欧盟许多国家都面临棘手的外交平衡问题。例如韩国长期以来

采取了较为中立和模糊的战略以对冲中美双方的压力，但在韩美 2+2

会谈和韩美领导人会晤后，美国一方面通过价值观外交，邀请韩国参

加 G11 会议；另一方面通过构建供应链同盟拓展韩美同盟内容。受此

影响，韩国的中立空间正遭受挤压。就欧盟国家而言，中欧合作也在

美国强化价值观同盟策略的影响下出现裂痕。 

第五，恢复美国在制造业领域的全球主导权。当前，美国制造业

产值在世界上的比重，已下降到了 15%以下，美国制造业产值占国内

GDP 的比重，从二战时期的 70%下降到了 11%。长期形成的制造业空

心化问题，是造成美国国内社会问题的主要原因。美国自特朗普政府

开始，就希翼全球制造业回流，拜登政府则通过构筑供应链同盟，确

保掌握全球尖端技术产业的主导权，期望通过推出“新基建”政策，

依靠半导体为代表的尖端产业的带动，推动本土制造业全面发展。 

 

二、美国打压中国半导体产业的策略 

美国对华技术制裁，从特朗普时期的断绝中国的全球供应，对中

国进行孤立，转变为收拢东亚半导体制造力量，谋求建立供应链霸权

秩序。美国打压中国的半导体产业发展策略如下。 

第一，打压中国在半导体制造设备领域的 M&A（整并/收购）。

此前中国大规模投入资金推进收购海外半导体企业，包括半导体制造

技术，但在美国政府的打压下,大部分并购项目流产。 

第二，禁止对中国企业出售尖端制造装备。从特朗普时代开始，



美国政府要求荷兰政府禁止向中国出口 ASML 的 EUV 等高端制造装备

设备。特别是禁止对中国最先进的半导体制造企业中芯国际的 10 纳

米以下半导体制程工艺所需的尖端生产设备的出口许可；并完全断绝

了台积电和三星电子与华为的交易。 

第三，实施供应链调查。2021 年 2月 24 日，美国总统拜登签署

行政命令，要求美国与日本、韩国及中国台湾等同盟国和地区合作，

加速建立不依赖中国大陆的供应链，范围涵盖半导体、电动汽车（EV）

及其他重要材料等领域，并实施供应链调查。 

第四，制定制裁名单。2021 年 3 月，拜登政府以中国军民融合

战略威胁到了美国安全以及侵犯人权、参与南海军事基地建设等名义，

制定了包含中国 77 个企业的制裁名单；6 月 3 日，拜登签署行政命

令，将 59 家中国企业列入禁止美国个人与机构交易的制裁名单。行

政令将美国界定的在中国境外从事监控、利用中国监控技术来打压人

权和制造威胁的企业，都列入投资禁令范围。此外，拜登政府也将制

裁管辖权从国防部移交给财政部。 

第五，构建产业链同盟。5 月 11 日，包括美国、欧洲、日本、

韩国、中国台湾地区等地的 64家企业宣布成立美国半导体联盟（SIAC），

包括苹果、谷歌、三星、ASML 和台积电等企业，几乎覆盖整个半导

体产业链，但将中国企业排除在外。 

第六，出台美国的新基建政策，引导东亚半导体产业链向美国及

相关盟国转移。2020 年年底，台积电投产美国亚利桑那州 5 纳米半

导体制程工厂后，开始着手布局日本，2021 年二月份在茨城县筑波



市设立半导体封装/测试工程研发中心，并研究在日本投产半导体生

产线。台积电布局日本是为了有效利用美国、日本、台湾的优势，牵

制中国在半导体领域的崛起。6 月 8 日，美国国会参议院通过了《2021

年美国创新与竞争法》。这项法案旨在向美国技术、科学和研究领域

进行大量投资，约 1900 亿美元支出用于加强美国的先进技术，其中

540 亿美元将专门用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产，以及

减少对中国企业的技术依赖。此举将吸引 SIAC 相关企业大胆布局美

国。 

在美国对华半导体产业的打压和对东亚产业链的引导政策影响

下，中国从半导体全球价值链（GVC）中获取技术进步将变得十分困

难。同时中美技术竞争将进一步激化，围绕供应链问题的竞争会愈演

愈烈，这也将对国际经济秩序产生巨大影响。 

 

三、中美在半导体领域的竞争关键 

自 2001 年中国正式加入 WTO以来,中国迅速成长为世界工厂，并

成为全球企业的生产基地,在半导体主要需求产业—PC、智能手机、

服务器等领域，中国生产（MadeinChina）占比均超过全球市场的一

半以上，半导体需求也随之暴增。从 2013 年开始，半导体取代原油

成为中国的最大进口商品。 

2020年，全球半导体市场销售额为 4390亿美元，中国进口了 3873

亿美元的集成电路，购买了全球所有存储芯片的 1/3 多，包括全球

34%的 DRAM 芯片和 37%的 NAND 闪存，合计计算，中国买走了全球 35%



左右（其中 24%为中国市场的最终消费，与美国市场的最终消费量相

仿）的存储芯片，需求量为全球第一。虽然中国是世界最大的半导体

需求国,但国内自给率低，2019 年统计数次，约 85%的半导体零部件

依赖于海外进口。美国企业也一直委托亚洲企业生产半导体。 

据美国半导体行业协会的数据，2020 年美国占全球的半导体生

产份额为 12%，低于台湾地区（22%）、韩国（21%）和日本（15%）。

中国则占全球 15%的份额，正在迅速扩大生产，但增长部分仍主要满

足国内需求。 

中国政府从 2010 年开始全面培育半导体产业的发展。在“中国

制造 2025”目标中明确提出中国将从制造大国跻身制造“强国”之

列，其中强化自主半导体设计、制造实力是重点产业领域的核心。具

体目标包括提出：12英寸硅片的产能从 2015年月生产 70万张到 2025

年达到 100 万张，2030 年扩大到 150 万张的制造规模；到 2025 年实

现 14纳米工艺制程量产化目标，半导体自给率提高到 70%。 

2020 年中国重新拟定了半导体发展规划，目标是缩小半导体产

业发展水平同发达国家的差距，全产业销售额年均增长 20%以上，大

幅提高企业的可持续发展能力和水平。移动智能终端、网络通信、云

计算、物联网、大数据等领域中的主要领域的半导体设计技术达到国

际领先水平，形成基础性的产业生态系统。实现 16-14纳米制程形成

一定规模的量产，封装/测试技术达到发达国家水平，核心装备及材

料产业纳入到国际采购体系。同时，要构建技术进步和可靠的半导体

产业体系。 



同时，在“十四五”规划中，中国提出了促进半导体发展的战略，

将半导体技术选定为七大核心培育技术之一，计划在 2021—2025 年

期间，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等各方面对“第

三代半导体”发展提供支持，加强该行业的研究、教育和融资，以期

实现产业独立自主，不再受制于人，确保稳定的半导体供应，这体现

了中国自主进行技术开发的意志。 

为应对美国对华半导体产业实行的极限打压策略，中国及时调整

了过去通过并购、吸引人才等方式确保技术竞争力的发展战略，转变

为通过加强基础技术、人才培养、开发下一代半导体技术等方式，来

取得技术突破。从中国的半导体产业发展战略来看，半导体产业的发

展已成为国家战略，会长期持续进行，但实现突破会面临诸多困难，

需要一个长周期。 

从中国在需求和增速等方面来看，中国需求占据全球最大份额。

当前主要半导体出口国对华依存度都很大，根据集成电路贸易的海关

HS 编码 8542 归类，韩国半导体出口的 64%依赖于中国（包括中国香

港）的市场需求。另外，美国 34%、台湾地区 60%、日本 33%的出口

都依赖于中国市场需求；疫情下主要国家对华半导体出口大幅增加。

2020年和 2021年前三个月，中国的半导体需求分别增加 14.8%和

29.9%，增速加快。其中，台湾地区对内地出口增幅为 25.5%和 43.3%，

韩国为 8.4%和 24.2%。2021年，日本和美国对华出口分别增长了 21.3%

和 20.1%。主要半导体生产国对华出口的依赖度急剧增长；主要国家

对华半导体生产设备的出口也大幅增加。其中，中国半导体生产设备



进口增幅：日本(43.1%)、美国(49.1%)、韩国(- 0.6%)、新加坡(71.6%)、

荷兰(108.4%)、台湾(25.2%),只有韩国对华出口减少了 0.6%。 

从中国的半导体产业发展目标、当前发展状况、面临美国的打压

状况，以及现实市场需求及发展趋势等因素来看，美国难以逆转中国

的强势追赶态势，短期内难以撼动中国作为全球最大销售市场、制造

生产基地的地位。在中美战略竞争下，美国转而寻求在尖端领域构建

壁垒以取得掌控权，只是战略下的战役级的策略。中国作为全球最大

的销售市场、最高的需求增速，必然要求与之相匹配的话语权；全球

半导体产业的秩序，必然要求与之相匹配的治理安排，否则，全球半

导体产业链结构就会陷入到不稳定中，对任何一方都没有好处。 

 

四、结论 

从中美在半导体领域的战略竞争状况来看，美国在关键技术领域

有着绝对掌控力；美国的多数盟国作为中国市场的最大供给者和受益

者，普遍面临两难选择；中国在市场需求和应用领域方面占据绝对优

势，能为包括美国企业在内的绝大多数半导体企业带来巨大发展机遇。

可以预见，美国排除中国供应链的战略、各相关国家的半导体产业培

育政策和中国应对美国制裁的技术自立效果等因素都将一定程度上

决定中美竞争的走向。在此之外，决定中美竞争的核心问题还包括如

下因素。 

第一，美国构筑的半导体供应链联盟，是否能完全断绝相关半导

体供应链与中国的依存关系。 



第二，中国能多快实现供应链的自立化。特别是，中国的半导体

产业技术培育政策，不仅是“技术自立”战略，还瞄准了半导体设计、

原材料、设备、制造工程等此前在半导体价值链上不具备竞争优势的

整个领域。此举将强化整个半导体产业链的竞争态势。 

第三，中国是否能利用自身市场的需求，夯实与相关国家的依存

关系。中国在半导体领域的极速追赶和自立政策，会相应挤占其他供

应链国家的市场份额，引发竞争焦虑。因此，中国应充分发挥自身的

“新基建”先发优势，推出更加适合多方参与的技术合作框架，通过

夯实依存关系，来对冲美国推出“新基建”政策。 

（撰写：杨延龙，山东大学国际问题研究院博士后，国别区域研究中

心副主任。） 
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